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Solderability testing in inert atmosphere

Abstract

The article deals with solderability testing in the inert atmosphere. The article also
includes comparison of tested samples and the influence of the inert atmosphere. By reason
of implementation of inert atmosphere into the soldering process it is necessary to apply
the inert atmosphere also for process of solderability testing .
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Uvod

P4ajeni je jeden z najtkZit¢jSich proces pii vyrobé elektronickych z&zeni. Chceme takto
dosahnout co mozna nejlepsiho elektricky vodivgimes ktery také odold mechanickému
namahani. ¥ procesu péjeni se vyuZiva vysokych teplot preetdwajky.Cim vyssi
teplota taveni je ptstbna pro roztaveni pajky tim vice vznika dxidtteré zabrauji dobré
pdjitelnosti materialu. Je torgdevsim problémipchodu na bezolovnaté pajeci slitiny.
PouZiti inertni atmosféry je jedna z cest jak daséih dobré pajitelnosti material
Zabrareni pritomnosti kysliku velmi pozitivé ovlivni vznik oxida pri procesu pajeni. Stale
casgjSi zavadni inertnich atmosfér do prodegdjeni podécuje zavadni inertnich
atmosfér také do prociesestovani pajitelnosti.

Pro proces pdjeni jeatkzité, aby pajené komponenty vykazovaly vyhovugéjitelnost.
Péjitelnost povrchu materialu je vlastnost, ktedéva, jak bude material vhodny pro
proces pajeni. Pajitelnost neni stala gagcse mini v zavislosti na mnoha faktorech mezi
které pati nag.: typ skladovani, starnuti materialu, neboslddek koroznich zém
povrchu. Sm&vost materialu Gzce souvisi s pdjitelnosti. Phjidet lze vys¥tlit jako
schopnost povrchu byt sien roztavenou pajkou. Rozhodovacim kritériem je&kesty
Uhel a, viz. obr. 1, ktery svira povrch materialu sénsu kapky péajky. Smidvost Ize
rozctlit do nékolika arovni, od sméveého povrchu az po povrch odséng.
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Obr. 1: Stupei stykového Uhlue

Péjitelnost sothstky vSak neduje pouze to, jestli je povrch digb sméitelny. Pro
hromadné pajeni v pmyslové vyrols musi sphiovat dalSi dlezité podminky. Mezi &
pati nag.: teplotni namahéani, nebo odolani chemickym a weickym &inkam pri
¢iseni desek ploSnych spoj



Inertni atmosféra

Vzduch, ktery je Htomen vSude kolem procesu pajeni obsahuje ky$kk zpisobuje
oxidaci materialu a tim velmi né&gnivé ovliviuje cely proces. Oxidy se daji péme
doke regulovat pomoci tavidel, ty vS8ak mohou &®aovlivnit spolehlivost, Zivotnost a
jakost pajeného spoje. Proto je snaha snizéiwdtkonce vylodit tavidla z procesu péjeni.
Inertni (ochranna, netra) atmosféra chrani povrch tak, Ze neobsahujeéZzébdamické
latky, které by mohli s povrchem reagovat a ovlivigho chemické sloZeni. PouZzitim
inertni atmosféry se velmifiznivé redukuje mnozstvi kysliku, ktery the reagovat
s povrchem materialu. Inertni atmosféra zaj&, Ze pi samotném pajeni nebudou vznikat
oxidy. Zbytkové hodnoty kysliku v inertni atmoidése oznéuji zkratkou ROL - residual
oxygen level.

Inertni atmosféra se &ila pouZivat nefdve pi procesu pajeniiptavenim. Ovsem ani
pajeni vinou nelrstalo pozadu. V dnesni dbbe pouZivaji pajeci viny s inertni atmosférou
nebo se konstruuji zékryty na stavajicitizeni. Pro vytveeni inertni atmosféry se
pouZivaji inertni plyny jako jsou dusik, argon, lodebo fizné sndsi téchto plyri. Pro
pajeni se népstji pouziva dusik. Hlavnimidvodem pré tomu tak je, je fedevsim jeho
dostupnost a ekonomickd n&nost k pdizeni na trhu oproti ostatnim pigm. Vyhodou
inertni atmosféry je #edevsim zabrami tvorb: oxida, dale to je nap: zlepSeni
roztékavosti pajky, sniZeni tvorby strusky, zvySpavrchového nafti roztavené pajky.
Hlavni nevyhodou je ekonomickd nénmst na ptizovaci a provozni néklady.tiP
pouzivani inertni atmosféry vznikétsi riziko vzniku gkterych vad, jako jsou TombStone
efekt, nebo nateni sodastek s horsi pajitelnosti.

Testovani péjitelnosti

P4jitelnost Ize testovat pomoaikolika testi. Ty Ize rozdlit do dvou zakladnich skupin na
kvalitativni a kvantitativni. VSechny testy pajiekti jsou pesré popsany v fislusnych
normach. Velmi pesnou nifici metodou je test, ktery vyuziva steéich vah. Jedna se o
metodu sméecich vah, kterd umaije nefit vertikalni sily na testovany vzorek. Ten je
pondovan do lazé s roztavenou pajkou. Vztlakova a smeéi sila jsou reny v zavislosti
na ¢ase. Mizeme tak sledovat fioch smdeci sily po celou dobu si@éni testovaného
vzorku v lazni sroztavenou pajkou. Metodou 8ewdch vah lIze testovat kontakty
soutastek, dratové vyvody, desky ploSnych spajjiné vzorky. Prezentujici hodnoty byly
nantieny na testovacich vzorcich, viz obr. 2. Jednaloosdesky ploSnych spibjo
rozmgrech 25 mm x 15 mm a tlotky 0,6 mm. Kazdy vzorek #h z obou stran kovovy
motiv. Kazda strana obsahovala 6 poli o ré@oh 3 mm x 6 mm. Kupony byly odlisné
raiznym kovovym povrchem nebo povrchovou Upravou. ¥giérpovrchové tUpravy byly:

SnG - galvanicky naneseny cin
SnC - chemicky naneseny cin

OSP - md oSetena organickou vrstvou

Au - nikl imerzré pokryty zlatem (ENIG)

Obr. 2: Testovaci vzorek DPS

Vysledny pfibéh vztlakové a smieci sily je zpracovan pomocfiglusného softwaru. Lze
tedy vyhodnotit jak dote je povrch pajitelny a nebo vysledné hodnoty poévat s jinymi
a rozhodovat tak, ktery povrch je lepsi k dané lerolatice.



Pro nefeni pajitelnosti v inertni atmose je poteba rkolika pristroji. Predevsim je to
tester pajitelnosti a analyzator zbytkového Kkyslikdlesmime vSak zapomenout na
pracovis¢ pro vytvaeni inertni atmosféry. Pomoci plexisklového boxugskolem testeru
vytvorili inertni atmosféru. Testovani probihalo na tastpajitelnosti ConCoat MUST
SYSTEM II+. Hodnotu zbytkového Kkysliku jsme Zjidali a udrZzovali pomoci
analyzatoru zbytkového kysliku MAP Check 9000.

Obr. 3: Box s testerem Obr. 4: MAP Check 9000

Vysledky testovani

Nasledujici grafy znazouji prabéh sméecich sil testovanych vzaik Vzorky byly
testovany zatznych podminek inertni atmosféry #zné hodnoty zbytkového kysliku.
Hodnoty zbytkového kysliku jsou uvedeny v legérad oznéenim povrchu testovaného
vzorku. Piibéh smé&ecich sil jednotlivych vzorkje vidét na obr. 5.
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b) testované vzorky s povrchem SnC a SnG

Obr. 5: Pribéh sm&eci sily testovaného vzorku

Zaver

Z nanttenych hodnot vyplyva, Ze materidl, ktery je pdjemormalni atmosi@, mize byt
oznaen jako nesmévy. Zatimco pi testovani v inertni atmogf je tento material dob
pdjitelny a Ize ho tedy ozt jako sméivy. To je hlavni dvod pr& zavadt inertni
atmosféru do procesu testovani pajitelnosti. dhprslove vyrols se v dneSni dab
pouziva inertni atmosféraqrevsim diky pouzivani bezolovnatych péajek, alé fao jeji
dalSi vyhody. Proto je nutné zawédnertni atmosféru do procesu testovani péjiteinos
Tim se snaZime o co néfgi giblizeni takovym podminkdm prdeti, ve kterych bude
dany material zpracovavan. Potvrdilo se, Ze ineatmiosféra zlepSuje pajitelnost povich
testovanych vzork Z pribéhtt smaecich sil je patrné, Ze se sniZujici se hodnotou
zbytkového kysliku se zlepSuje pdjitelnost povrcBuySuje se smieci sila a tim Ize
dosahnout vysSi jakosti pajeného spoje. U vzaslpovrchem SnC a Cutiptestovani
v normalni atmosf@ nedoSlo ke sniéni povrcli, zatimco B testovani v inertni
atmosfée byly vSechny povrchové Upravy sitalné. U povrch OSP a SnG nedochazi
k velkym rozditim v maximu smé&eci sily, ale dochazi ke zkraceni doby dosaZerdtdoh
maxima. Povrch je tedy rychleji siitelny, coZz je dleZithd informace pro nastaveni
primyslové vyroby.
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